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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリエチレン系樹脂（Ａ）６０～７０ｗｔ％、結晶性のポリブテン樹脂（Ｂ）１０～２５
ｗｔ％、粘度法による分子量が２０００～１００００である低分子量ワックス（Ｃ）５～
２０ｗｔ％からなることを特徴とするポリエチレン用易剥離性接着剤。
【請求項２】
前記ポリエチレン系樹脂（Ａ）が高圧法で製造される低密度ポリエチレンであり、ＪＩＳ
　Ｋ６９２２－１に記載されているメルトマスフローレイトが３～２０ｇ／１０分である
ことを特徴とする請求項１に記載のポリエチレン用易剥離性接着剤。
【請求項３】
結晶性のポリブテン樹脂（Ｂ）のＡＳＴＭ　Ｄ１２３８Ｅに記載のメルトフローレイトが
０．３～５ｇ／１０分であることを特徴とする請求項１に記載のポリエチレン用易剥離性
接着剤。
【請求項４】
低分子量ワックス（Ｃ）が低密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン、ポリプロピレン、
エチレン－酢酸ビニル共重合体のいずれか１種類以上であることを特徴とする請求項１に
記載のポリエチレン用易剥離性接着剤。
【請求項５】
熱接着面に請求項１～４のいずれかに記載のポリエチレン用易剥離性接着剤を用い、被着
体の少なくとも一面がポリエチレンであることを特徴とする構造物。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ポリエチレンを被着面とする容器、シート等の構成物に対し易剥離性を有する
接着剤及びその構造物に関する。更に詳しくは、ポリエチレン系樹脂（Ａ）６０～７０ｗ
ｔ％、結晶性のポリブテン樹脂（Ｂ）１０～２５ｗｔ％、低分子量ワックス（Ｃ）５～２
０ｗｔ％からなることを特徴とする加工性に優れたポリエチレン用易剥離性接着剤及びそ
の構造物に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、産業廃棄物の問題から食品用容器は、ポリスチレンや塩化ビニル製から燃焼時に有
害ガスを発生しないポリエチレンやポリプロピレン製に替わりつつある。特にポリエチレ
ンを使用した容器またはポリエチレンを紙に積層した容器が使用されてきている。例えば
、紙にポリエチレンを押出しラミネートし、カップ状にしたヨーグルト用容器やマヨネー
ズ、ケチャップ等用のポリエチレンを主成分とする多層容器、点滴ボトルなどのポリエチ
レン製容器等が挙げられる。
【０００３】
前述の容器には、輸送時には破袋する事無く安全に取扱いが可能で、しかも開封時には女
性や子供でも開けられるような易剥離性を有した接着剤が必要である。そのための接着剤
として、例えば、１）ポリエチレンに対し基本的に接着しにくい樹脂（例えば、ポリプロ
ピレン）にポリエチレンと接着可能な樹脂（例えば、ポリエチレン、エチレン－酢酸ビニ
ル共重合体等）を混合したもの、２）エチレン－酢酸ビニル共重合体に粘着付与剤及び低
分子量ワックス等を混合したいわゆるホットメルト、３）上記ホットメルトタイプを押出
し可能にした高分子量タイプ、４）特開平１－３１５４４３号公報に提案されている低密
度ポリエチレンに高分子量ポリブテンをブレンドした組成物等が挙げられる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記配合物では種々問題点が有り、ポリエチレン製容器に対する易剥離性
接着剤としては満足できるものではなかった。すなわち、１）の組成物は互いに相溶し難
い樹脂を混合させるため加工性が劣り、また紙カップ容器をシールする場合に必要な段差
を埋めるのに十分な柔軟性が無く、液漏れを防止するのには適していない。また、接着強
度が高くなると接着剤が筋状に破壊するいわゆる糸引き現象が起こり、剥離後の外観が悪
くなる。２）の組成物は紙カップ容器の段差を埋めるのに十分な流動性とシール強度を持
っているが、加工時には特別なコーターが必要であり、また耐熱性が劣るためヒートシー
ル時に容器内部に接着剤が混入する危険性がある。３）の組成物は耐熱性に優れているも
のの、ポリエチレンとの接着強度が高く、易剥離性とならない。低温度でのヒートシール
では低接着となる事から、使用温度を制限してシールする方法が考えられるが、温度依存
性が高いためシール強度のバラツキが大きく、製品として信用性に問題が有る。４）の組
成物において、低密度ポリエチレンのＪＩＳ　Ｋ６９２２－１に記載されているメルトマ
スフローレイト（以下ＭＦＲ１）が２０ｇ／１０分以下では、本発明の目的の一つである
ポリエチレンがラミネートされた紙容器またはシートに対して剥離強度が高すぎて紙が破
壊するいわゆる紙剥けが発生してしまう。剥離性を維持しようとして低密度ポリエチレン
のＭＦＲ１を２０～７０ｇ／１０分にすると溶融張力が低く、押出ラミネート加工性に劣
るものとなってしまう。
【０００５】
そこで、本発明は、ポリエチレン製容器、シート、ポリエチレンをラミネートした紙容器
、またはポリエチレンを被着面とした多層容器、多層シート等の構成物に対して、押出し
ラミネート加工が可能で、内容物を保護するのに十分なヒートシール強度を持ちながら易
剥離性をも持つ接着剤及びその構造物を提供する事を目的とする。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討を行なった結果、ポリエチレン系樹脂
（Ａ）６０～７０ｗｔ％、結晶性のポリブテン樹脂（Ｂ）１０～２５ｗｔ％、低分子量ワ
ックス（Ｃ）５～２０ｗｔ％からなることを特徴とするポリエチレン用易剥離性接着剤が
、加工性に優れかつ少なくとも一面がポリエチレンである被着面に対して易剥離性接着剤
として優れている事を見出し、本発明に至った。
【０００７】
本発明において用いられるポリエチレン系樹脂（Ａ）は、低密度ポリエチレン、直鎖状低
密度ポリエチレン、高密度ポリエチレン等のポリエチレン系樹脂であれば制限は無い。ポ
リエチレン系樹脂（Ａ）の配合量は６０～７０ｗｔ％である。配合量が６０ｗｔ％未満で
あると被着体であるポリエチレンとの接着性が劣り、７０ｗｔ％を超える場合は接着強度
が高すぎて易剥離とならない。ポリエチレン系樹脂の中でも、押出ラミネーションの加工
性に優れている点から高圧法により製造されるエチレンのホモポリマーである低密度ポリ
エチレンを使用することが好ましい。また、低密度ポリエチレンと他のポリエチレン系樹
脂との２種以上の混合物も使用できる。低密度ポリエチレンを使用した場合、ＭＦＲ１は
押出しラミネーション加工性を考慮すると３～２０ｇ／１０分のものが好ましい。
【０００８】
本発明において用いられる結晶性のポリブテン（Ｂ）は、１－ブテンの単独重合体または
１－ブテンを５０ｗｔ％以上含有する共重合体で、配合量は１０～２５ｗｔ％であること
が必要である。配合量が１０ｗｔ％未満ではポリエチレン成分が多くなり、被着体である
ポリエチレンとの接着強度が高くなってしまう。また、配合量が２５ｗｔ％を超えると接
着強度は低下するものの剥離時にいわゆる糸引き現象が発生し、剥離後の外観が低下する
。低密度ポリエチレンとの非相溶性を維持することが必要であり、結晶性のポリブテンの
ＡＳＴＭ　Ｄ１２３８Ｅに記載のメルトフローレイト（以下ＭＦＲ２）は、０．３～５ｇ
／１０分であるものが好ましい。
【０００９】
　本発明に用いられる低分子量ワックス（Ｃ）は、低密度ポリエチレン、高密度ポリエチ
レン、ポリプロピレン、エチレン－酢酸ビニル共重合体のいずれか１種類以上のものが使
用できる。その中でも、低結晶性の低密度ポリエチレンが適正接着強度の維持及び糸引き
現象の低減の面から特に好ましい。配合量は５～２０ｗｔ％であることが必要である。配
合量が５ｗｔ％未満では剥離時に糸引き現象が発生し、２０ｗｔ％を超えると加工性が低
下してしまう。低分子量ワックス（Ｃ）の分子量は、相溶性とその効果から粘度法による
分子量が２０００～１００００のものが好ましい。
【００１０】
本発明の接着剤には、包装資材に一般的に用いられる酸化防止剤、滑剤、ブロッキング防
止剤、帯電防止剤等を必要に応じて添加しても構わない。
【００１１】
本発明の接着剤の調製は、ポリエチレン系樹脂（Ａ）、結晶性のポリブテン樹脂（Ｂ）、
低分子量ワックス（Ｃ）及び必要に応じて、滑剤、酸化防止剤、帯電防止剤等を所定量ド
ライブレンドし、単軸または二軸押出機で溶融混練し、直径２～３ｍｍ程度のストランド
状に押出し、冷却固化した後、回転刃でカットし、ペレット状の接着剤を得ることができ
る。
【００１２】
本接着剤を用いる場合、被着体としてポリエステルフィルムやポリアミドフィルムなどの
ポリエチレンより耐熱性のある他のフィルムとの積層物が好適に使用できる。接着剤フィ
ルム及び積層物の製造は、例えば、前記のようにペレット化された接着剤を用い、通常ポ
リエチレン系樹脂の成形に用いられる方法、すなわちキャスト成形またはインフレーショ
ン成形によって単層フィルム化、または低密度ポリエチレン、直鎖状低密度ポリエチレン
、高密度ポリエチレンを接着性樹脂を介してポリエステルやポリアミド等との多層フィル
ム化することができる。押出しラミネートする場合には、基材に予めアンカーコート剤（
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ＡＣ剤）を塗布したり、加工時にオゾン処理をする事により、各種プラスチックフィルム
、アルミ箔等と積層できる。また、ポリエチレン系樹脂を予めラミネートしてある基材に
対しては、ダイレクトに押出しラミネートすることも可能である。また、ポリエチレンや
ポリプロピレン等との共押出しで多層フィルム化しておき、ドライラミネーションまたは
サンドラミネーションにより、基材となるポリエステルフィルム、ポリアミドフィルム、
ポリプロピレンフィルム等の延伸または未延伸フィルムと積層する事により、積層物を得
る事ができる。例えば、二軸延伸された１２μｍ厚みのポリエステルフィルムに、イソシ
アネート系アンカーコート剤（日本曹達株式会社製　チタボンドＴ１２０）を使用して予
め低密度ポリエチレン（東ソー株式会社製　ペトロセン２１３）をラミネート加工し、そ
の上に本接着剤を１０μｍ押出しラミネートしたもの、二軸延伸された１５μｍ厚みのポ
リアミドフィルムと予め３０μｍ厚みにキャスト成形された本接着剤フィルムをポリエス
テル系接着剤（大日精化製　セイカボンドＥ２６３）でドライラミネートしたもの、ある
いは１２μｍ厚みのポリエステルフィルムとアルミ蒸着された１２μｍのポリエステルフ
ィルムを貼り合わせたフィルムに、イソシアネート系アンカーコート剤（日本曹達株式会
社製　チタボンドＴ１２０）を塗布した面と、３０μｍの本接着剤フィルムを、低密度ポ
リエチレン（東ソー株式会社製　ペトロセン２１３）を押出す事によりサンドイッチラミ
ネーションしたもの等が挙げられる。
【００１３】
前記積層フィルムと被着体が熱接着された構造物において、少なくとも一面がポリエチレ
ンである被着体としては、ポリエチレンのラミネート容器であるヨーグルトやアイスクリ
ーム用の紙カップ等、ポリエチレンの単層ブロー容器である洗剤容器、輸液バッグ等、多
層ブロー容器であるケチャップやマヨネーズ用容器等が挙げられるが、少なくとも被着面
がポリエチレンであればよく、構成中に塩化ビニリデンやエチレン－ビニルアルコール共
重合体あるいはアルミ等のバリアー性のある包装資材が使用されている容器またはシート
でも構わない。
【００１４】
【実施例】
以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定され
るものではない。
【００１５】
実施例１
ＭＦＲ１が８ｇ／１０分の低密度ポリエチレン（東ソー株式会社製　ペトロセン２１３）
７０ｗｔ％、ＭＦＲ２が１ｇ／１０分のポリブテン（三井化学株式会社製　タフマーＢＬ
３１１０）１９．９ｗｔ％、粘度法分子量６４００の低分子量ワックス（三井化学株式会
社製　ハイワックスＮＬ８００）１０ｗｔ％、滑剤としてステアリン酸アミド０．１ｗｔ
％を添加し、４０ミリの単軸押出機で溶融混練し、直径３ｍｍのストランド状に押出し、
冷却固化した後、回転刃でカットし、ペレット状の接着剤を得た。この配合物を、予め二
軸延伸されたポリエステルフィルム（１２μｍ）にイソシアネート系アンカーコート剤（
日本曹達株式会社製　チタボンドＴ１２０）を使用し、低密度ポリエチレン（東ソー株式
会社製ペトロセン２１３）を２５μｍ積層したフィルムの低密度ポリエチレン面に１０μ
ｍ厚みとなるように押出ラミネート加工し、積層物を得た。この積層物を、厚紙に低密度
ポリエチレン（東ソー株式会社製　ペトロセン２１４）が４０μｍラミネート加工された
シートの低密度ポリエチレン側に接触するように重ね、ヒートシール機で１３０℃、０．
２ＭＰａ、１秒の条件で加熱接着した。この構造物を１５ｍｍ幅に切断し、その剥離強度
を測定した。その結果を表１に示す。
【００１６】
実施例２
実施例１で用いた低分子量ワックスを粘度法分子量２４００のワックス（三井化学株式会
社製　ＮＬ１００）にした他は同様にして剥離試験用サンプルを得た。
【００１７】
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実施例３
実施例１で用いた低密度ポリエチレン、ポリブテン、低分子量ワックスをそれぞれ７９．
９ｗｔ％、１０ｗｔ％、１０ｗｔ％とした他は同様にして剥離試験用サンプルを得た。
【００１８】
実施例４
実施例１で用いた低密度ポリエチレン、ポリブテン、低分子量ワックスをそれぞれ６０ｗ
ｔ％、１９．９ｗｔ％、２０ｗｔ％とした他は同様にして剥離試験用サンプルを得た。
【００１９】
実施例５
実施例１で用いたポリブテンをＭＦＲ２が２ｇ／１０分のポリブテン（三井化学株式会社
製　タフマーＢＬ０２７）にした他は同様にして剥離試験用サンプルを得た。
【００２０】
比較例１
実施例１で低密度ポリエチレンを８０ｗｔ％、ポリブテンを１９．９ｗｔ％とし、低分子
量ワックスを使用しない配合にした他は同様に剥離試験用サンプルを得た。押出しラミネ
ート加工性は良好であったものの、剥離時に材質破壊（紙剥け）が発生した。
【００２１】
比較例２
実施例１で低密度ポリエチレンを６０ｗｔ％、ポリブテンを２９．９ｗｔ％、低分子量ワ
ックスを１０ｗｔ％の配合にした他は同様に剥離試験用サンプルを得た。押出しラミネー
ト加工性は良好であったものの、剥離時に糸引き現象が発生した。
【００２２】
比較例３
ＭＦＲ１が４５の低密度ポリエチレン（東ソー株式会社製　ペトロセン２０８）８０ｗｔ
％、実施例１で使用したポリブテン１９．９ｗｔ％、滑剤０．１ｗｔ％とし、実施例１と
同様に剥離試験用サンプルを得た。この配合物は、ラミネート加工時に溶融膜が不安定で
、厚み変動の大きなサンプルとなった。
【００２３】
【表１】
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【発明の効果】
以上述べたとおり、本発明の接着剤は押出し成形が可能で、ポリオレフィン系樹脂であり
ながらポリエチレンとの易剥離性接着剤として使用可能であり、少なくとも一面がポリエ
チレンである容器、シート等に対する接着剤として有用である。
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【００２４】
本発明の接着剤を接着層とする多層構造物は、被接着面となるポリエチレンと凝集剥離を
し、シール温度に影響されない安定した接着性能を有する事ができる。
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